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2026年 上半年度法人說明會



聲明

本簡報與其發佈之相關消息, 包括公司內部與外部來源所取得的預測
性資訊, 具有不確定性風險。實際結果可能與這些預測性資訊的評估
有所出入。

簡報中對未來的展望係本公司截至目前的看法。未來這些看法若有任何
變更或調整時，本公司並不負責隨時提醒或更新。
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➢ 公司簡介

➢ 1H, 2026 財務結果

➢ 重點發展：市場、產品與競爭優勢

➢ 問與答 (Q & A)
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議程



公司概況
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➢ 董事長暨執行長: 澄川洋平

➢ 創設日期: 1973年12月14日

➢ 股票上市: 代號6230

➢ 主要股東:Nidec 持股達 86.30% (2026年8月)

➢ 實收股本: 863,434 仟元

➢ 公司地址: 新北市三重區中興北街184-3號

➢ 主營業務: 散熱模組、散熱片、熱導管及均
熱板



海外工廠及辦公室
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經營實績/營收占比
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FY2022 FY2023 FY2024 FY2025 FY2026 Q1 FY2026 Q2

Net sales (Mil NTD) 11,898 10,759 8,124 9,094 2,221 4,678 
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營運表現 / 經營績效
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EPS 7.10 7.02 1.48 -2.44 -1.82
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Gross Profit Margin 18% 20% 18% 15% 17%
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NCCI 事業戦略

① AI・水冷事業的擴大 ② 生產基盤的強化

聚焦液冷開發
• 將伺服器開發團隊整合為液冷專責

組織，加速產品開發 
結合先進AI技術
• 將AI平台導入產品開發，並與大學

研究團隊展開合作 
拓展超大規模雲端服務商市場
• 強化業務與研發協作，加速拓展大

型雲端服務商市場

生產據點重整
• 推動關鍵零組件內製化與生產資源

整合，優化成本結構 
固定成本合理化與精實化
• 加速集團整合經營，避免重複投資，

提升經營效率 
提升客戶信賴
• 進一步強化QCD（品質、成本、交

期）管理體制，持續提升客戶信賴



重點發展目標市場

AI機器人

綠能與儲能系統

PC : NB/DT

5G : 網通

HPC高效能運算

醫療與航太設備

工業級機械設備

可攜式顯示器

散熱核心技術
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10 W

100 W

1 kW

10 kW

100 kW

Tablet/Laptop Desktop Server Data center/Telecom(Power Load)

Liquid to Liquid
Liquid to Air

NCCI Thermal Capability
Liquid Cooling Module (LCM) 
Coolant Distribution Manifold (CDM)
Coolant Distribution Unit (CDU)
Small Pump
Fan
HP / VC 
Heat sink 

NCCI (CN, VN)
NCCI (CN, VN)
Nidec (TH)
Nidec Sankyo (VN)
Nidec (CN, VN, PH)
NCCI (CN, VN, TW)
NCCI (CN, VN)

LCM

HP/VC Module with Fan HP/VC Module

Ultra Thin HP/VC

Thin HP/VC With Fan

HP/VC Module

CDM

HP/VC Module

散熱產品線



Thermal Solution for Al Laptop

D6/D8 Heat pipe Solution CPU+GPU 25~60 Watts

Thermal Solution for Gaming Laptop

Slim VC (1.4mm≤ t ≤2.5mm) CPU+GPU 90~220 Watts

Thermal Solution for Gaming Laptop

VC(1.2mm≤ t ≤3.5mm) increases volume for 
CPU+GPU 90~320 Watts

Big diameter Heat pipe

for CPU & GPU
Heat pipe diameter : 6mm ➔ 10mm

Gaming / High power Solution

for CPU & GPU
VC : 300 x 150 mm ➔ 350 x 150 mm

FAN : 2 PCS ➔ 3~4 PCS

AI人工智慧產品
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Thermal Solution for Al desktop

D8 Heat pipe Solution CPU+GPU 55~85Watts

Thermal Solution for Al Laptop

D6+D8 Heat pipe Solution CPU 110Watts

Thermal Solution for Al desktop

vapor chamber Solution CPU+GPU 95~120Watts

產品應用：筆記型/桌上型電腦

現在 未來

High power VC Solution

for CPU & GPU
Heat pipe(D8*4)->VC solution(2.5T, localized 5.8T)



VC Solution for Network Card
Network Throughput : 200G(25W) ➔ 400G(60W)

產品應用：網通產品

25W 60 W

現在 未來

Hi-Power Air Cooling Solution for 

Switch
Remote VC+ Heatpipe module : 850W➔ 1300W

1300 W Remote VC+HP Solution850 W VC solution

Heat Pipe Solution for 

Base Station Product 
Heat pipe solution : 65W ➔ 230W

65 W

Power1: 180W

Power2: 50W



Hi-Power VC + HP Thermal

Solution for AI Server CPU 
High power : 300W ➔ 600W

Air cooling solution for Edge 

Server CPU
CPU solution : 500W ➔ 600W

Heat pipe solution for Cloud 

server CPU air cooling
CPU solution : 1000W ➔ 1400W

CPU solution : Total 400W

Two CPU>1400WTwo CPU<1000W

CPU>600WCPU>300W

CPU solution: 280W

產品應用： 伺服器

現在 未來
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D8 HP Module
300~500 Watts

2026

20272025

2028
HP/VC Module

500~800 Watts

High Power 

HP/VC Module
800~1300 Watts

LCM/CDM
3000~7000 Watts

高功耗風冷／液冷解決方案



Validation solutions Standard Cold plate

CPU & GPU LCM ASIC & PCIe LCM

Manifold

Mini CDU
Cooling capacity 8kW, 30kW

LCM Manifold
Server Manifold  
Rack Manifold  
Row Manifold 
Custom Manifold 

產品應用：液冷產品

SP8
SP3 

(Milan, Rome) SP7

BHS SP 350W BHS AP 500WEGS+HBM

SP5 
(Genoa)

EGS



市場趨勢與技術演進

Liquid Cooling 液冷

解熱能力突破：因應 AI 晶片功耗由 350W 急升至 3500W+ 之水冷轉型趨勢。

大陸昆山廠 (第一階段)：水冷板研發已進入量產階段。

越南河內廠 (第二階段)：複製昆山成熟經驗，導入關鍵零組件在地化生產。

母集團資源整合：結合母公司泰國廠，實現水冷產品一條龍垂直整合。

營運未來展望與戰略布局

應用創新與前瞻市場聚焦

現行主流產品市場：
穩健供應 PC、Server 、網通設備與可攜式產品。

前瞻應用與工業自動化趨勢：
順應全球生產自動化與工業 4.0 發展，未來重點投入人形機器人 (Humanoid 
Robotics)、機械手臂及工業自動化設備之專用高階散熱解決方案。

水冷四大關鍵零組件聚焦： 集中資源於水冷關鍵零組件開發與量產，建構
完整散熱系統方案。

越南廠熱管 / 熱導板 (VC) 關鍵零組件量產

架設策略伙伴風扇生產線

全面佈局水冷 (Liquid Cooling) 模組生產線

越南基地進程路線圖 (2026-2028) 

全球生產基地與產能布局

自動化熱解決方案

Air Cooling 氣冷



Q & A
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